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Резюме
Анастасия Андреевна Почтарь
Место работы: АО «УПКБ «Деталь»
Должность:

- до ПП – начальник сектора научно-технического развития
- настоящее время – начальник технологического отдела

Опыт:
- инженер каф. ФЭ (ФГБОУ ВО «ТУСУР», г. Томск)
- инженер отдела оценки физических факторов (ООО «Решение», г. Екатеринбург)
- инженер-технолог (АО «УПКБ «Деталь», г. Каменск-Уральский)
- начальник сектора (АО «УПКБ «Деталь», г. Каменск-Уральский)
- начальник отдела (АО «УПКБ «Деталь», г. Каменск-Уральский)
! Лидер года – 2023 (г. Каменск-Уральский)
! Профессиональный инженер России (Инженер года 2023, РФ)

Образование:
- бакалавриат «Нанотехнологии и микросистемная техника» (ФГБОУ ВО «ТУСУР»)
- магистратура «Электроника и наноэлектроника» (ФГОУ ВО «УрФУ»)
- аспирантура «Физическая электроника» (ФГАУ ВПО «УрФУ» – настоящее время)
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О компании АО «УПКБ 
«Деталь»

4

1960

1950

1970

1990

2010

2020

2025

Ламповые приборы

Печатные платы

Микрополосковые 
платы

СВЧ-блоки на МИС,
приобретенных на сторонних
фабриках

Разработка МИС
(собственный дизайн-центр)

Изготовление МИС 
(GaAs, GaN)

ИИ, PDK, фабрика ЭКБ

Начало ламповой 
радиотехники

FOUNDRY-
ФАБРИКА

Изготовление МИС на 
различных материалах 

(вся ЭКБ)

ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

АО «УПКБ «ДЕТАЛЬ»



О компании 

2000 
г.
СУ-57

2003 г. Х-35

1970 г.
АМС 
«Луна-16»

А-0761967 г.
РВ-5

1988 г.
«Буран»

А-065А 

2023 г.
С-70

«Охотник»

А-098М

9-ЖБ-8722
2016 г.
БПЛА

«Орион»

А-098

• Радиовысотомеры и 
радиовысотомерные 
системы

• Радиолокационные 
системы

• Головки самонаведения
• Бортовая 

интеллектуальная 
авионика

• Аппаратура для систем 
навигации и 
дистанционного 
зондирования земной 
поверхности

АО «УПКБ 
«Деталь»
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Цели компании

Заинтересованная 
сторона

Степень влияния
[1…10] Требование Цели Показатели

АО "КТРВ" 10 Увеличить прибыль Увеличить прибыль Прибыль

Минпромторг 8
Увеличить количество 
отгружаемых изделий 

ежемесячно

Увеличить количество 
отгружаемых изделий 

ежемесячно

Количество 
отгружаемых изделий 

в месяц

Поставщики 
технологического 

оборудования
5

Увеличить поставки 
технологического оборудования 

для производства ЭКБ

Увеличить объем 
изготавливаемой СВЧ 

ЭКБ

Объем 
изготавливаемой СВЧ 

ЭКБ

Правительство РФ 2 Увеличить долю отечественной 
ЭКБ

Правительство 
Свердловской области 1 Увеличить налоговые 

отчисления в бюджет области
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Актуальность. Характеристика текущей ситуации
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Актуальность. Характеристика текущей ситуации
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Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

P
политика

Источник: Trading Economics https://ru.tradingeconomics.com/european-union/imports
Council of the EU and the European Council https://www.consilium.europa.eu/media/70405/13th-sanctions-paskage_ru.pdf

Тренды, факты Факторы Сила влияния 
[-10…+10]

Санкционная деятельность стран 
против Российской Федерации

Снижение объемов импорта европейской 
ЭКБ -8

9

https://ru.tradingeconomics.com/european-union/imports
https://www.consilium.europa.eu/media/70405/13th-sanctions-paskage_ru.pdf


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

P
политика

Источник: РБК https://www.rbc.ru/economics/01/09/2023/64f0a32d9a794727112cf60f
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара) https://www.iep.ru/ru/monitoring/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-i-kvartale-2024-goda-snizhenie-importa-iz-za-

riskov-vtorichnykh-sanktsiy.html

Тренды, факты Факторы Сила влияния 
[-10…+10]

Санкционная деятельность стран 
против Российской Федерации

Снижение объемов импорта европейского 
оборудования -10

10

https://www.rbc.ru/economics/01/09/2023/64f0a32d9a794727112cf60f
https://www.iep.ru/ru/monitoring/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-i-kvartale-2024-goda-snizhenie-importa-iz-za-riskov-vtorichnykh-sanktsiy.html


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

P
политика

Источник: Eurostat Statistics Explained https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=558089#Key_product_groups_imported_by_the_EU_from_Russia

Тренды, факты Факторы Сила влияния 
[-10…+10]

Санкционная деятельность стран 
против Российской Федерации

Снижение объемов импорта европейских 
СиМ -9
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=558089#Key_product_groups_imported_by_the_EU_from_Russia


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

P
политика

Тренды, факты Факторы Сила влияния 
[-10…+10]

Санкционная деятельность стран 
против Российской Федерации

Нехватка компетенций для разработки 
узкоспециализированного оборудования 

в области микроэлектроники
-6

Источник: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2024/PR-OTR_2024-04-25.pdf
Council of the EU and the European Council https://www.consilium.europa.eu/media/70405/13th-sanctions-paskage_ru.pdf
Издательство «Независимая газета» https://www.ng.ru/economics/2024-04-08/1_8989_potential.html
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http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2024/PR-OTR_2024-04-25.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/70405/13th-sanctions-paskage_ru.pdf
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Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

Тренды, факты Факторы
Сила 

влияния 
[-10…+10]

Вероятность
[0…1], от.ед.

Итоговая 
оценка

Санкционная 
деятельность стран 
против Российской 

Федерации

Снижение объемов импорта 
европейской ЭКБ -8 0,9 -7,2

Санкционная 
деятельность стран 
против Российской 

Федерации

Снижение объемов импорта 
европейского оборудования -10 0,6 -6

Санкционная 
деятельность стран 
против Российской 

Федерации

Снижение объемов импорта 
европейских СиМ -9 0,8 -7,2

Санкционная 
деятельность стран 
против Российской 

Федерации

Нехватка компетенций для 
разработки 

узкоспециализированного 
оборудования в области 

микроэлектроники

-6 0,7 -4,2

P
политика
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Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

E
экономика

Тренды, факты Факторы Сила влияния
[-10…+10]

Поддержка Правительством 
промышленных предприятий

Финансирование инвестиционных 
проектов, связанных с 

импортозамещением, особенно 
радиоэлектроники

7

Источник: Министерство науки и высшего образования РФ https://www.minobrnauki.gov.ru/grants/ 14

https://www.minobrnauki.gov.ru/grants/


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

E
экономика

Тренды, факты Факторы Сила влияния
[-10…+10]

Высокая скорость изменения 
курса валют Рост цен на зарубежное оборудование -6

Источник: Банк России 
https://cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.so=1&UniDbQuery.mode=2&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01235&Uni
DbQuery.From=01.01.2023&UniDbQuery.To=28.04.2024
ФГУП «НПО «Техномаш» https://katalogtechnomash.github.io/peredel_izg_elektr_komp_ionnaja%20implantacia.html
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https://cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.so=1&UniDbQuery.mode=2&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01235&UniDbQuery.From=01.01.2023&UniDbQuery.To=28.04.2024
https://katalogtechnomash.github.io/peredel_izg_elektr_komp_ionnaja%20implantacia.html


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

Тренды, факты Факторы Сила влияния
[-10…+10]

Санкционная деятельность стран 
против Российской Федерации

Остановка платежей из РФ Китайскими 
банками -8

E
экономика

Источник: Альта-Софт https://www.alta.ru/external_news/109829/
Thomson Reuters Products https://www.reuters.com/markets/commodities/russia-struggles-collect-oil-payments-china-uae-turkey-raise-bank-scrutiny-2024-03-27/
The White House https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/12/22/executive-order-on-taking-additional-steps-with-respect-to-the-russian-federations-harmful-activities/
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https://www.alta.ru/external_news/109829/
https://www.reuters.com/markets/commodities/russia-struggles-collect-oil-payments-china-uae-turkey-raise-bank-scrutiny-2024-03-27/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/12/22/executive-order-on-taking-additional-steps-with-respect-to-the-russian-federations-harmful-activities/


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

Тренды, факты Факторы
Сила 

влияния
[-10…+10]

Вероятность
[0…1], от.ед.

Итоговая 
оценка

Поддержка 
Правительством 
промышленных 

предприятий

Финансирование 
инвестиционных проектов, 

связанных с 
импортозамещением, 

особенно радиоэлектроники

7 1 7

Высокая скорость 
изменения курса валют

Рост цен на зарубежное 
оборудование -6 1 -6

Санкционная 
деятельность стран 
против Российской 

Федерации

Остановка платежей из РФ 
Китайскими банками -8 0,6 -4,8

17

E
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Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

Тренды, факты Факторы
Сила 

влияния
[-10…+10]

Вероятность
[0…1] , от.ед.

Итоговая 
оценка

Кадровый дефицит

Снижение количества 
квалифицированного 

персонала на рынке труда в 
сфере микроэлектроники 

(ИТР, рабочие)

-7 0,5 -3,5S
социум

Источник: Группа компаний HeadHunter https://stats.hh.ru/?resumesProfArea=manufacture 18

https://stats.hh.ru/?resumesProfArea=manufacture


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

Источник: Группа компаний HeadHunter https://stats.hh.ru/?resumesProfArea=manufacture 19

S
социум

https://stats.hh.ru/?resumesProfArea=manufacture


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

T
технологии

Тренды, факты Факторы Сила влияния
[-10…+10]

Рост закупок технологического 
оборудования и запчастей в Китае

Увеличение спроса на технологическое 
оборудование из Китая после введения 
Европейских антироссийских санкций

6

Источник: Издательский дом «Электроника» https://russianelectronics.ru/obzor-otrasli-poluprovodnikovogo-oborudovaniya-kitaya_01_03_2024/ 20

https://russianelectronics.ru/obzor-otrasli-poluprovodnikovogo-oborudovaniya-kitaya_01_03_2024/


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

T
технологии

Тренды, факты Факторы Сила влияния
[-10…+10]

Импортозамещение Увеличение спроса на отечественное 
оборудование 5

Источник: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара) https://www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/monitoring-ekonomicheskoy-situatsii-v-rossii-1-176-yanvar-fevral-
2024-g.html

21

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/monitoring-ekonomicheskoy-situatsii-v-rossii-1-176-yanvar-fevral-2024-g.html


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

T
технологии

Источник: СПАРК-Интерфакс, таможенная статистика, экспертные интервью, публичные источники информации, анализ Kept

Тренды, факты Факторы Сила влияния
[-10…+10]

Импортозамещение Увеличение спроса на отечественную 
ЭКБ 10
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Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

T
технологии

Тренды, факты Факторы Сила влияния
[-10…+10]

Импортозамещение

Увеличение отечественных сырья и 
материалов с нестабильными 

характеристиками, по сравнению с 
импортными аналогами

-9

Источник: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2024/PR-OTR_2024-04-25.pdf
РБК https://www.rbc.ru/opinions/economics/09/06/2015/557195f39a7947931cc95b68
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http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2024/PR-OTR_2024-04-25.pdf
https://www.rbc.ru/opinions/economics/09/06/2015/557195f39a7947931cc95b68


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

Тренды, факты Факторы
Сила 

влияния
[-10…+10]

Вероятность
[0…1] , от.ед.

Итоговая 
оценка

Рост закупок 
технологического 
оборудования и 

запчастей в Китае

Увеличение спроса на 
технологическое 

оборудование из Китая 
после введения 
Европейских 

антироссийских санкций

6 0,8 4,8

Импортозамещение
Увеличение спроса на 

отечественное 
оборудование

5 0,8 4

Импортозамещение Увеличение спроса на 
отечественную ЭКБ 10 0,8 8

Импортозамещение

Увеличение отечественных 
сырья и материалов с 

нестабильными 
характеристиками, по 

сравнению с импортными 
аналогами

-9 0,7 -6,3

T
технологии
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Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

Тренды, факты Факторы
Сила 

влияния
[-10…+10]

Вероятность
[0…1] , от.ед.

Итоговая 
оценка

Ужесточение 
требований к ГЗ и 

ГОЗ

Высокие финансовые 
риски и уголовная 
ответственность за 

неисполнение контрактов 
по 44 ФЗ и 275 ФЗ

-9 0,9 -8,1L
законодательств

о

Источник: КонсультантПлюс https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ ; https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/ 25

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/


Анализ дальнего окружения. PESTEL-анализ

Группа Тренды, факты Факторы Сила влияния
[-10…+10]

Вероятность
[0…1], от.ед.

Итоговая 
оценка

Политика Санкционная деятельность 
стран против РФ

Снижение объемов импорта европейских 
СиМ -9 0,8 -7,2

Технологии Импортозамещение

Увеличение отечественных сырья и 
материалов с нестабильными 

характеристиками, по сравнению с 
импортными аналогами

-9 0,7 -6,3

Экономика Высокая скорость изменения 
курса валют Рост цен на зарубежное оборудование -6 1 -6

Социум Кадровый дефицит
Снижение количества квалифицированного 

персонала на рынке труда в сфере 
микроэлектроники (ИТР, рабочие)

-7 0,7 -4,9

Политика Санкционная деятельность 
стран против РФ

Нехватка компетенций для разработки 
узкоспециализированного оборудования в 

области микроэлектроники
-6 0,7 -4,2

Технологии Импортозамещение Увеличение спроса на отечественную ЭКБ 10 0,8 8

Экономика Поддержка Правительством 
промышленных предприятий

Финансирование инвестиционных 
проектов, связанных с импортозамещением, 

особенно радиоэлектроники
7 1 7

Технологии Импортозамещение Увеличение спроса на отечественное 
оборудование 5 0,8 4 26



Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Чувствительность к срокам При наличии требований к сжатым срокам 
готовы платить высокую цену 7

К
ли

ен
ты

Источник: Клерк https://www.klerk.ru/doc/559167/
ГородРабот https://gorodrabot.ru/salary
КонтурНорматив https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=461046
Энциклопедия по экономике https://economy-ru.info/page/251154201009050003248096068203192173109195186035/

27

https://www.klerk.ru/doc/559167/
https://gorodrabot.ru/salary
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=461046
https://economy-ru.info/page/251154201009050003248096068203192173109195186035/


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Чувствительность к цене При наличии особых требований ТЗ готовы 
платить высокую цену 7

К
ли

ен
ты

Источник: Клерк https://www.klerk.ru/doc/559167/
КонтурНорматив https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=461046
ГородРабот https://gorodrabot.ru/salary
Fusion Media Limited https://ru.investing.com/commodities/gold

28

https://www.klerk.ru/doc/559167/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=461046
https://gorodrabot.ru/salary
https://ru.investing.com/commodities/gold


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Индивидуальные требования к продукции
Готовы удовлетворить особые требования ТЗ 

ввиду наличия высоких технических и 
технологических компетенций

6

К
ли

ен
ты

Источник:  АО «УПКБ «Деталь» https://upkb.ru/about/main/ 29

https://upkb.ru/about/main/


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Склонность клиентов к переключению на 
конкурентов

Нет склонности к переключению при получении 
продукта желаемого качества в необходимый 
срок, так как продукт узкоспециализирован

10

К
ли

ен
ты

Источник: АО «УПКБ «Деталь» https://upkb.ru/about/main/ 30

https://upkb.ru/about/main/


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Чувствительность к срокам
При отсутствии возможности удовлетворения 

требований к сжатым срокам предпочтение 
отдается конкурентам

-3

К
ли

ен
ты

Источник: ООО "Промтех" Сервис B2B.house https://b2b.house/company/AO-UPKB-DETAL_a467ed24-3ecd-49fe-b057-9b9aaa119ec1/purchases/
31

https://b2b.house/company/AO-UPKB-DETAL_a467ed24-3ecd-49fe-b057-9b9aaa119ec1/purchases/


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень 
влияния
[1…10]

Вероятность
[0…1] , от.ед.

Итоговая 
оценка

Чувствительность к 
срокам

При наличии требований к сжатым 
срокам готовы платить высокую цену 7 0,9 6,3

Чувствительность к 
цене

При наличии особых требований ТЗ 
готовы платить высокую цену 7 0,9 6,3

Индивидуальные 
требования к 
продукции

Готовы удовлетворить особые 
требования ТЗ ввиду наличия высоких 

технических и технологических 
компетенций

6 0,9 5,4

Склонность клиентов 
к переключению на 

конкурентов

Нет склонности к переключению при 
получении продукта желаемого качества 

в необходимый срок, так как продукт 
узкоспециализирован

10 0,8 8

Чувствительность к 
срокам

При отсутствии возможности 
удовлетворения требований к сжатым 

срокам предпочтение отдается 
конкурентам

-3 0,7 -2,1

К
ли

ен
ты

32



Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Дифференциация продукта
Основной перечень продукции 

стандартизирован, но отличается по 
дополнительным преимуществам

8

К
он

ку
ре

нт
ы

Источник: АО «УПКБ «Деталь» https://upkb.ru/about/main/ ; https://upkb.ru/production/ 33

https://upkb.ru/about/main/
https://upkb.ru/production/


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Военная приемка Наличие военной приемки дает преимущество 6

К
он

ку
ре

нт
ы

Источник: АО «УПКБ «Деталь» https://upkb.ru/ 34

https://upkb.ru/


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Реализация цикла разработки и 
производства

Реализация цикла разработки под конкретные 
ТЗ и собственного производства дает 

преимущество
8

К
он

ку
ре

нт
ы

Источник:  АО «УПКБ «Деталь» https://upkb.ru/about/main/ ; https://upkb.ru/production2/ 35

https://upkb.ru/about/main/
https://upkb.ru/production2/


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Эффект масштаба Высокие объемы производства и низкие цены у 
крупных производителей -5

К
он

ку
ре

нт
ы

Источник:  АО "НПП "Исток" им. Шокина"  https://istokmw.ru/
Институт экономики и права Ивана Кушнира https://be5.biz/ekonomika/e022/26.html
Copymate https://copymate.app/ru/blog/multi/%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
36

https://istokmw.ru/
https://be5.biz/ekonomika/e022/26.html
https://copymate.app/ru/blog/multi/%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень 
влияния
[1…10]

Вероятность
[0…1] , от.ед.

Итоговая 
оценка

Дифференциация продукта

Основной перечень продукции 
стандартизирован, но отличается 

по дополнительным 
преимуществам

8 0,8 6,4

Военная приемка Наличие военной приемки дает 
преимущество 6 0,9 5,4

Реализация цикла разработки 
и производства

Реализация цикла разработки под 
конкретные ТЗ и собственного 

производства дает преимущество
8 1 8

Эффект масштаба
Высокие объемы производства и 

низкие цены у крупных 
производителей 

-5 0,9 -4,5

К
он

ку
ре

нт
ы

37



Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Поставщики КНР Наличие поставщиков аналогов и заменителей 
СиМ КНР 6

П
ос

та
вщ

ик
и

Источник: 38



Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Олигополия Мало поставщиков СиМ ОП -8

Ограниченные ресурсы поставщиков
В связи с возросшим объемом производства 

нехватка мощностей производства у 
поставщиков

-8

П
ос

та
вщ

ик
и

39



Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Тендерные закупки
Рост количества тендерных коммерческих 

закупок на открытых площадках, взамен прямых 
покупок

-6

П
ос

та
вщ

ик
и

Источник: ПАО Сбербанк https://sber.pro/publication/minpromtorg-podbiraet-himiyu-dlya-mikroelektroniki/
ООО "Промтех" Сервис B2B.house https://b2b.house/company/AO-UPKB-DETAL_a467ed24-3ecd-49fe-b057-9b9aaa119ec1/purchases/

40

https://sber.pro/publication/minpromtorg-podbiraet-himiyu-dlya-mikroelektroniki/
https://b2b.house/company/AO-UPKB-DETAL_a467ed24-3ecd-49fe-b057-9b9aaa119ec1/purchases/


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень 
влияния
[1…10]

Вероятность
[0…1] , от.ед.

Итоговая 
оценка

Поставщики КНР Наличие поставщиков аналогов и 
заменителей СиМ КНР

6 1 6

Олигополия Мало поставщиков СиМ ОП -8 0,7 -5,6

Ограниченные ресурсы 
поставщиков

В связи с возросшим объемом 
производства нехватка мощностей 

производства у поставщиков

-8 0,9 -7,2

Тендерные закупки Рост количества тендерных 
коммерческих закупок на 

открытых площадках, взамен 
прямых покупок

-6 1 -6

П
ос

та
вщ

ик
и

41



Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

СЧИ с альтернативной сборкой Отсутствуют ввиду специфики ТЗ на СЧИ 9

За
ме

ни
те

ли

Источник: ФИПС https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=250730bb819057362b36da4fe1646145
https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=07dc155bba224855c3afa7741bc813c1
https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=198b7901a74f67c25e925ff8b37ddc10
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https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=250730bb819057362b36da4fe1646145
https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=07dc155bba224855c3afa7741bc813c1
https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=198b7901a74f67c25e925ff8b37ddc10


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

СВЧ модули, изготовленные по другой 
технологии

Наличие зарубежных СВЧ модулей, 
изготовленных по технологии монолитной 

сборки (в противовес гибридной сборке ОП)
-8

За
ме

ни
те

ли

Источник: Zoya Popovic, «Micro-coaxial micro-fabricated feeds for phased array antennas», University of Colorado, Boulder, Colorado, 2010 IEEE International Symposium on Phased Array Systems and 
Technology

モール苦ママ 3d パッケージ半導体 Mavink https://mavink.com/post/A611B0EDB3CC8B1775A7473DCAED7DCCBBAM8F865B/wire-bond-tsv
43

https://mavink.com/post/A611B0EDB3CC8B1775A7473DCAED7DCCBBAM8F865B/wire-bond-tsv


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень 
влияния
[1…10]

Вероятность
[0…1] , от.ед.

Итоговая 
оценка

СВЧ модули, изготовленные 
по другой технологии

Наличие зарубежных СВЧ 
модулей, изготовленных по 

технологии монолитной сборки (в 
противовес гибридной сборке ОП)

-8 0,9 -7,2

СЧИ с альтернативной 
сборкой

Отсутствуют заменители ввиду 
специфики ТЗ на СЧИ 9 0,8 7,2

За
ме

ни
те

ли

44



Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Высокий уровень инвестиций и затрат для 
входа 

Высокий уровень инвестиций и затрат для 
входа: 

от 10 млрд. руб. для мелкосерийного 
производства

7

Н
ов

ич
ки

Источник: Industry Hunter https://industry-hunter.com/ceny-na-stroitelstvo-novyh-zavodov-po-proizvodstvu-mikroshem-stremitelno-rastut
ТАСС https://tass.ru/ekonomika/19816233

45

https://industry-hunter.com/ceny-na-stroitelstvo-novyh-zavodov-po-proizvodstvu-mikroshem-stremitelno-rastut
https://tass.ru/ekonomika/19816233


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Барьеры входа на рынок Для входа на рынок требуется высокий уровень 
знаний технологии микроэлектроники 9

Барьеры входа на рынок Для входа на рынок требуется высокий уровень 
знаний в обрасти разработки СВЧ устройств 9

Н
ов

ич
ки

Источник: Издательский дом «Электроника» https://russianelectronics.ru/seamless-production-snizhenie-izderzhek-dlya-vseh-sovremennyh-proizvoditelej-rea/ 46

https://russianelectronics.ru/seamless-production-snizhenie-izderzhek-dlya-vseh-sovremennyh-proizvoditelej-rea/


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень влияния
[1…10]

Инвестиции в непрофильные сферы Крупные компании выходят на новые для себя 
смежные с основным производством рынки -8

Н
ов

ич
ки

Источник: АО «Микрон» https://mikron.ru/company/press-center/news/8814/
Сетевое издание Ведомости https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/08/17/v-podmoskove-zapustyat-proizvodstvo-izdelii-dlya-mikroelektroniki
РБК https://rt.rbc.ru/tatarstan/08/09/2023/64faf5ac9a79470df62f2ba8

47

https://mikron.ru/company/press-center/news/8814/
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/08/17/v-podmoskove-zapustyat-proizvodstvo-izdelii-dlya-mikroelektroniki
https://rt.rbc.ru/tatarstan/08/09/2023/64faf5ac9a79470df62f2ba8


Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Факт Фактор Степень 
влияния
[1…10]

Вероятность
[0…1] , от.ед.

Итоговая 
оценка

Высокий уровень инвестиций 
и затрат для входа 

Высокий уровень инвестиций и 
затрат для входа: 

от 10 млрд. руб. для 
мелкосерийного производства

7 0,8 5,6

Барьеры входа на рынок
Для входа на рынок требуется 

высокий уровень знаний технологии 
микроэлектроники

9 1 9

Барьеры входа на рынок
Для входа на рынок требуется 

высокий уровень знаний в обрасти 
разработки СВЧ устройств

9 1 9

Инвестиции в непрофильные 
сферы

Крупные компании выходят на 
новые для себя смежные с 

основным производством рынки
-8 0,8 -6,4

Н
ов

ич
ки
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Анализ ближнего окружения. 5 сил Портера

Группа Факт Фактор Степень 
влияния
[1…10]

Вероятность
[0…1], от.ед.

Итоговая 
оценка

Поставщики Ограниченные ресурсы 
поставщиков

В связи с возросшим объемом производства нехватка 
мощностей производства у поставщиков -8 0,9 -7,2

Заменители СВЧ модули, изготовленные по 
другой технологии

Наличие зарубежных СВЧ модулей, изготовленных по 
технологии монолитной сборки (в противовес гибридной 

сборке ОП)
-8 0,9 -7,2

Новички Барьеры входа на рынок Для входа на рынок требуется высокий уровень знаний 
технологии микроэлектроники 9 1 9

Новички Барьеры входа на рынок Для входа на рынок требуется высокий уровень знаний в 
области разработки СВЧ устройств 9 1 9

Клиенты Склонность клиентов к 
переключению на конкурентов

Нет склонности к переключению при получении продукта 
желаемого качества в необходимый срок, так как продукт 

узкоспециализирован
10 0,8 8

Конкуренты Реализация цикла разработки и 
производства

Реализация цикла разработки под конкретные ТЗ и 
собственного производства дает преимущество 8 1 8

Клиенты Чувствительность к срокам При наличии требований к сжатым срокам готовы платить 
высокую цену 7 0,9 6,3

Клиенты Чувствительность к цене При наличии особых требований ТЗ готовы платить высокую 
цену 7 0,9 6,3
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Анализ внутренней среды. Карта Проблемного поля
Увеличение 

количества изделий 
с браком

Нарушение параметров и режимов 
технологических процессов

Увеличение доли расходов на переделку 
брака и несоответствующей продукции

Отсутствие нового оборудования с 
высокой производительностью

Отсутствие альтернативных 
технологических процессов

Отсутствие стратегии развития 
производства в части изготовления 

СВЧ-модулей при увеличении 
объемов изготавливаемой продукции

Отсутствие цеховых 
технологов, имеющих 
компетенции в области 

микроэлектроники и 
гибридной технологии

Отсутствие контроля за соблюдением 
СТО и регламента взаимодействия 
технологов из службы разработки и 

цеховых технологов и мер наказания 
за их нарушение

Высокая длительность 
согласования ТД 
(более 6 месяцев)

Отсутствие площадей для 
размещения нового 

оборудования с высокой 
производительностью

Корневая проблема 

Ключевая проблема 
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Анализ внутренней среды. Ландшафтная модель
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Анализ внутренней среды. Диаграмма Исикавы
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Сильные и слабые стороны компании

Элемент структуры Фактор Сила влияния
[1…10]

Производство Наличие собственного земельного участка 10

Производство Наличие полного цикла разработки и производства СВЧ модулей 
по гибридной технологии 8

Производство Наличие технологии производства фотошаблонов для 
микрополосковых плат с топологической нормой (5 ± 1) мкм 9

Производство Наличие собственного Дизайн-Центра по разработке СВЧ МИС и 
СВЧ модулей 10

Снабжение Наличие партнерских отношений с поставщиками сложного 
технологического оборудования импортного производства 10

Управление Наличие партнерских отношений с сильным ВУЗом УрФУ 8

Производство
Отсутствие свободных площадей для дооснащения 

существующего производства микрополосковых плат в 
существующем корпусе

-9

Производство Отсутствие входного контроля сырья и материалов для 
микроэлектронного производства -8

Снабжение Длительный срок поставок импортного сырья и материалов -7
53



SWOT-8
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Возможности Угрозы

Для входа на 
рынок требуется 
высокий уровень 
знаний в обрасти 
разработки СВЧ 

устройств

При наличии 
требований к 

сжатым срокам 
готовы платить 
высокую цену

При наличии 
особых 

требований ТЗ 
готовы платить 
высокую цену

Реализация цикла 
разработки под 
конкретные ТЗ и 

собственного 
производства дает 

преимущество

Финансирование 
инвестиционных проектов, 

связанных с 
импортозамещением, особенно 

радиоэлектроники

Увеличение 
спроса на 

отечественну
ю ЭКБ

Нет склонности к 
переключению при 
получении продукта 

желаемого качества в 
необходимый срок, так как 

продукт 
узкоспециализирован

Для входа на 
рынок требуется 
высокий уровень 

знаний 
технологии 

микроэлектроник
и

Увеличение спроса 
на отечественное 

оборудование

Рост цен на 
зарубежное 

оборудование

Нехватка 
компетенций 

для разработки 
узкоспециализир

ованного 
оборудования в 

области 
микроэлектрони

ки

Снижение 
объемов 
импорта 

европейских 
СиМ

Увеличение 
отечественных 

сырья и 
материалов с 

нестабильными 
характеристиками, 

по сравнению с 
импортными 

аналогами

В связи с 
возросшим 
объемом 

производства 
нехватка 

мощностей 
производства у 

поставщиков

Наличие зарубежных 
СВЧ модулей, 

изготовленных по 
технологии монолитной 

сборки (в противовес 
гибридной сборке ОП)

Снижение количества 
квалифицированного 

персонала на рынке труда в 
сфере микроэлектроники 

(ИТР, рабочие)

Силь
ные 
стор
оны

Наличие собственного 
земельного участка

Запустить производство и вывод на рынок СВЧ 
микроэлектронных устройств в условиях 

импортозамещения

Наличие полного цикла 
разработки и производства 
СВЧ модулей по гибридной 

технологии

Внедрить технологию статистического управления 
разработкой

Запустить маркетинговую 
кампанию по усилению 

положительной репутации 
предприятия среди 

клиентов

Внедрить 
технологию 

статистического 
контроля 

производства
Запустить экскурсионную 

программу по предприятию 
в рамках промышленного 

туризма

Наличие технологии 
производства 

фотошаблонов для 
микрополосковых плат с 

топологической нормой (5 
+- 1) мкм

Запустить 
серийное 

производство и 
вывод на рынок 
прецизионных 
фотошаблонов 

для 
микрополосковы

х плат

Наличие собственного 
Дизайн-Центра по 

разработке СВЧ МИС и СВЧ 
модулей

Запустить 
конференцию для 
молодых ученых 

по разработке СВЧ 
устройств

Запустить разработку и производство СВЧ 
модулей по новой технологии 
формообразования СВЧ МИС

Наличие партнерских 
отношений с поставщиками 
сложного технологического 
оборудования импортного 

производства

Запустить производство по разработке и 
изготовлению отечественного 

оборудования в области 
микроэлектроники, с участием 

подрядчиков за счет исследования 
оборудования импортного производства, 

размещенного на АО "УПКБ "Деталь"

Открыть курсы 
ДПО для 

разработчиков 
оборудования в 

области 
микроэлектрони
ки (на базе УНЦ 

«МЭ») 
Наличие партнерских 
отношений с сильным 

ВУЗом УрФУ

Создать УНЦ 
"Микроэлектроника" на 

базе УрФУ для подготовки 
специалистов в области 

разработки СВЧ устройств

Слаб
ые 

стор
оны

Отсутствие свободных 
площадей для 
дооснащения 

существующего 
производства 

микрополосковых плат в 
существующем корпусе

Модернизировать производство 
микрополосковых плат в части 

обновления производственного 
оборудования на 

автоматизированное

Отсутствие входного 
контроля сырья и 
материалов для 

микроэлектронного 
производства

Построить Аналитический Центр 
(участок ЦЗЛ) для входного 

контроля сырья и материалов, 
применяемых в производстве 

СВЧ ЭКБДлительный срок поставок 
импортного сырья и 

материалов



Проект
Года реализации

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

Внедрить технологию статистического контроля производства
Модернизировать производство микрополосковых плат в части обновления производственного 

оборудования на автоматизированное
Запустить серийное производство и вывод на рынок прецизионных фотошаблонов для микрополосковых 

плат
Запустить производство и вывод на рынок СВЧ микроэлектронных устройств в условиях 

импортозамещения
Создать учебно-научный центр "Микроэлектроника" на базе УрФУ для подготовки специалистов в 

области разработки СВЧ устройств

Открыть курсы ДПО для разработчиков оборудования в области микроэлектроники (на базе УНЦ «МЭ») 
Построить Аналитический Центр (участок ЦЗЛ) для входного контроля сырья и материалов, применяемых 

в производстве СВЧ ЭКБ
Запустить разработку и производство СВЧ модулей по новой технологии формообразования СВЧ МИС

Запустить производство по разработке и изготовлению отечественного оборудования в области 
микроэлектроники, с участием подрядчиков за счет исследования оборудования импортного производства, 

размещенного на АО "УПКБ "Деталь"
Внедрить технологию статистического управления разработкой

Запустить маркетинговую кампанию по усилению положительной репутации предприятия среди 
клиентов

Запустить конференцию для молодых ученых по разработке СВЧ устройств

Запустить экскурсионную программу по предприятию в рамках промышленного туризма

Дорожная карта проектов
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Ранжирование коммерческих проектов

Проекты
Увеличить 
прибыль

Увеличить количество 
отгружаемых изделий 

ежемесячно

Увеличить объем 
изготавливаемой 

СВЧ ЭКБ Итого

10 8 5

Запустить производство и вывод на рынок СВЧ микроэлектронных 
устройств в условиях импортозамещения 3 3 2 64

Запустить серийное производство и вывод на рынок прецизионных 
фотошаблонов для микрополосковых плат 1 1 2 28

Запустить производство по разработке и изготовлению 
отечественного оборудования в области микроэлектроники, с 

участием подрядчиков за счет исследования оборудования 
импортного производства, размещенного на АО "УПКБ "Деталь"

2 1 1 33

Запустить разработку и производство СВЧ модулей по новой 
технологии формообразования СВЧ МИС 2 1 2 38

Открыть курсы ДПО для разработчиков оборудования в области 
микроэлектроники (на базе УНЦ «МЭ») 1 1 1 23 56



Бизнес-план проекта
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«Производство и вывод на рынок СВЧ микроэлектронных устройств в 
условиях импортозамещения»

Стейхолдер Степень влияния
[1…10] Требования (SMART) Цели проекта

Заказчик
АО "УПКБ "Деталь" 10 Выйти на окупаемость  проекта к 2035 году Выйти на окупаемость  проекта к 2035 году

Клиент

АО "Корпорация 
"ТРВ" 9 Вывести на рынок новые СВЧ устройства собственной 

разработки к 2030 году

Запустить производство и вывод на рынок новых 
СВЧ микроэлектронных устройств собственной 

разработки к 2030 году

АО "Светлана-Рост" 5 Разгрузить собственное производство МИС на материалах 
А3В5 к 2028 году

Включить в технологический цикл СВЧ устройств 
МИС на материалах А3В5 к 2028 году

Инвестор

Минпромторг 7 Вывести на рынок новые СВЧ устройства собственной 
разработки к 2030 году

Запустить производство и вывод на рынок новых 
СВЧ микроэлектронных устройств собственной 

разработки к 2030 году



Описание отрасли. Состояние отрасли
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Структура Российского рынка 
микроэлектроники по географическому 

расположению

Структура мирового рынка 
микроэлектроники по продуктам

Описание отрасли. Целевые рынки
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44%

23%

33%

Цифровые ИС

Микросхемы 
памяти

Дискретные п/п 
приборы, 
аналоговые ИС, 
оптоэлектроника, 
датчики

3%

18%

54%

21%

4%
Приволжский 
ФО
Сибирский ФО

Центральный ФО

Северо-Западный 
ФО
Уральский ФО



Описание отрасли. Анализ потребителей
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предприятия, 
выпускающие 

ВП
70% ближайшие 3-5 лет будет расти

предприятия, 
выпускающие 

ГП
30% Будет расти

опытное 
производство 60% Будет расти

серийное 
производство 40%

Ближайшие 5-7 лет стагнация (необходимо 
время для запуска серийных производств), 

дальше будет расти



Описание отрасли. Анализ потребителей

Критерий Как влияет на потребность Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент 4

Принадлежность к 
военной отрасли

Предприятия, выпускающие военную продукцию, 
вынуждены приобретать наш продукт, т.к. мы сами 
относимся к сектору ВП. Так же по этому критерию 

потребность возрастает при наличии внешних 
военных факторов.

предприятия, 
выпускающие 
гражданскую 

продукцию (ЛА)

предприятия, 
выпускающие 

военную 
продукцию 

(ЛА)

предприятия, 
выпускающие 

космические ЛА

Тип деятельности

Влияет на часть нашего продукта, которая потребна:
- разработчики могут вовлекать нас в разработку 

конечного продукта или его составной части;
- опытное производство может заказывать наши 
разработки для испытаний своих новых изделий;
- серийное производство будет заинтересовано в 
готовой продукции, поставленной на стабильное 

производство;
- ИП возможно будет заинтересовано в любом из 

вышеуказанных продуктов

разработчики 
(КБ)

опытное 
производство

серийное 
производство ИП

Наличие 
образовательной 

деятельности

Наш продукт можно рассмотривать как пособие для 
обучения, можно принимать участие как 

соисполнители в части разработки (высшее 
образование, подготовка научных кадров)

школы техникумы ВУЗы Академии наук

География Слабо влияет, разве что плотностью расположения 
компаний-потребителей Урал Северные 

регионы РФ
Московская область 
и Санкт-Петербург

Юго-восточные 
регионы РФ

Тип летательных 
аппаратов

влияет на то, какие именно высотомеры будут 
потребны самолеты вертолеты ракеты космические ЛА

61



Описание отрасли. Анализ потребителей

Маркетинг-микс Критерий сегментирования: Тип деятельности
разработчики (КБ) опытное производство серийное производство ИП

Продукт: КД, ТД – ТЗ КД, ТД – ТУ, опытный образец готовый высотомер готовый высотомер

Ценообразование: чем сложнее ТЗ и меньше сроки (чем больше 
трудоемкость), тем выше цена

не влияет, т.к. зачастую 
спонсируется государством

чем ниже цена, тем выше 
спрос

чем ниже цена, тем выше 
спрос

Каналы сбыта: Публикации в научных журналах, 
конференции

Публикации в научных журналах, 
конференции, выставки сайт, конференции, выставки сайт

Продвижение, коммуникации: Участие в конференциях, участие в тендерах Участие в конференциях, участие в 
тендерах

личные контакты, участие в 
конференциях личные контакты

Маркетинг-микс Критерий сегментирования: Тип летательных аппаратов
самолеты вертолеты ракеты космические ЛА

Продукт: дальность средняя дальность средняя дальность высокая, 
высокая точность дальность высокая, высокая надежность

Ценообразование: не влияет не влияет не влияет не влияет

Каналы сбыта: самолетостроение: конференции, 
выставки

вертолетостроение: конференции, 
выставки

ракетостроение: 
конференции, выставки

космическая техника: публикации в 
научных журналах, конференции, выставки

Продвижение, коммуникации: личные контакты, участие в 
конференциях, участие в тендерах

личные контакты, участие в 
конференциях, участие в тендерах

личные контакты, 
участие в конференциях, 

участие в тендерах

личные контакты, участие в конференциях, 
участие в тендерах

Маркетинг-микс
Критерий сегментирования: Принадлежность к военной отрасли

предприятия, выпускающие гражданскую 
продукцию (ЛА)

предприятия, выпускающие военную продукцию 
(ЛА) предприятия, выпускающие космические ЛА

Продукт: массовый выпуск, низкая цена военная приемка, высокая точность, высокая 
надежность

военная приемка, высокая точность, высокая 
надежность

Ценообразование: низкая высокая высокая
Каналы сбыта: выставки, журналы, открытые конференции выставки, журналы, закрытые конференции выставки, журналы, закрытые конференции

Продвижение, коммуникации: личные контакты, участие в конференциях, 
участие в тендерах личные контакты, участие в конференциях личные контакты, участие в конференциях 62



Описание отрасли. Конкуренты
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АО «НИТИ «Авангард»

Разработка и изготовление 
гибридных тонкопленочных 

изделий
Изготовление гибридных 
тонкопленочных изделий, 

электронные модули на 
печатных платах общим 

объемом до 100 000 штук в 
год

г. Санкт-Петербург



Описание отрасли. Конкуренты
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АО «НПП «ПУЛЬСАР»
Разработка и производство 

полупроводниковых приборов, 
материалов и технологий. 

Полный технологический цикл 
(производство корпусов, 

кристаллов, сборка и 
испытания), широкий спектр 

ВЧ, СВЧ и «силовых» 
транзисторов, микросхем и 

диодов для радиоэлектронного 
оборудования.

г. Москва



Описание отрасли. Конкуренты
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АО «НПП «Салют» г. Москва



Описание отрасли. Конкуренты
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АО НПП «Исток» им. Шокина
Основное направление 
деятельности - новые 

разработки и серийное 
производство современных и 

перспективных изделий 
СВЧ-электроники для всех 

видов связи и радиолокации.

г. Фрязино, МО



Описание отрасли. Конкуренты
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АО «НИИМЭ» г. Москва, г. Зеленоград



Описание отрасли. Конкуренты
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АО «Ангстрем»
Действующие:

КНС, КМОП, БиКМОП, 
Биполяр радиационно-стойкий

Развиваемые: 
Карбид кремния
Действующие:

КМОП, EEPROM, КМОП РС, 
КНС, БиКМОП, ДМОП, IGBT, 

МРД
Развиваемые:

МЭМС, ИК-видение, 
БиКДМОП

г. Москва, г. Зеленоград



Описание отрасли. Конкуренты
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АО «Микрон»

Микросхемы управления 
питанием

Микросхемы для жестких 
условий эксплуатации

Дискретные полупроводниковые 
устройства

Микросхемы 
общепромышленного применения

Микроконтроллеры
Автоэлектроника

RFID-метки, карты, чипы

г. Москва, г. Зеленоград



Описание отрасли. Конкуренты
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АО «Микран»
Топологическая норма 0,5 и 0,25 мкм pHEMT.

Технологии: QSBD, QZBD, QPIN.
Диапазон частот DC…50 ГГц.
Диаметр пластин до 100 мм.

Производительность до 30 пластин в месяц.
Возможен как индивидуальный запуск, так и 

MPW-запуск.
Изготовление коммутационных, усилительных 

и диодных МИС. Освоена и отработана тех-
нология производства МИС на GaAs. В стадии 
оптимизации находится технология на основе 

GaN.

г. Томск



Описание отрасли. Конкуренты
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АО НЗПП ВОСТОК

Разработчик 
и производитель 

интегральных схем, 
операционных 

усилителей, 
фотоприемных устройств 

и датчиков.

г. Новосибирск



Описание отрасли. Конкуренты
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ЗАО «НПП «Планета-Аргалл»

Базовая технология pHEMT-0.25, 
позволяющая изготавливать МШУ 

СВЧ pHEMT и MESFET.

Технология МИС ДБШ, позволяющая 
изготавливать твердотельные 

автономные ограничители СВЧ 
мощности.

Базовая технология МИС pHEMT-0.25, 
позволяющая изготавливать МИС 
МШУ и управляющих модулей.

г. Великий Новгород



Описание отрасли. Конкуренты
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АО «НИИЭТ»

В настоящее время 
НИИЭТ - это единственное 

в России предприятие, 
которое занимается 

серийным производством 
и поставками GaN-

транзисторов на кремнии.

г. Воронеж



Описание отрасли. Конкуренты

74

АО «ВЗПП-Микрон»

Радиационно-стойкая 
электроника

ИС (БП схемы, КМОП)
Силовая электроника
Дискретные приборы
(диоды, транзисторы, 

стабилитроны, 
IGBT, тиристоры)

г. Воронеж



Описание отрасли. Конкуренты
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Предприятие Деятельность и продукция

АО «Микран»
Изготовление коммутационных, усилительных и 

диодных МИС. Производство МИС на GaAs. 
Освоение технология на GaN.

АО НПП 
«Исток» им. 

Шокина

Разработка и серийное производство изделий 
СВЧ-электроники для всех видов связи и 

радиолокации.
АО 

«Ангстрем»
Производство МИС для элементов электронной 

аппаратуры
АО НЗПП 
ВОСТОК

Разработчик и производитель ИС, операционных 
усилителей, фотоприемных устройств и датчиков.

АО «Микрон»
Полный цикл изготовления интегральных схем, 

включающий проектирование, производство чипов 
на пластинах, сборку в корпус и тестирование. 

АО «ВЗПП-
Микрон»

Радиационно-стойкая электроника; БП схемы, 
КМОП; силовая электроника; дискретные приборы

Доля рынка

44%

25%
5%

8%

14%

4%

АО «Микран»

АО НПП «Исток» им. 
Шокина

АО «Ангстрем»

АО НЗПП ВОСТОК

АО «Микрон»

АО «ВЗПП-Микрон»
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ПРТ

ФГЧ:
ГУН, DDS, 

ФАПЧ

ТПЧ:
УПЧ, ВУ, 

ПЧС

ЦУ:
АЦП, 
ЦАП

ПРДПРМ

БУ, АМ, ФМ, 
ПУМ, ИУМ

ЗУ, МШУ, СМ, 
КЛ, АТТ

Программируемый радиотракт

Формирователь 
частот

Усилитель 
ПЧ

АЦП, 
ЦАП

ПередатчикПриемник

СВЧ микросхемыСВЧ микросхемы

GaAs, GaNGaAs

ПередатчикПриемник

СВЧ микросхемыСВЧ микросхемы

Si, SiGe

Программируемый радиотракт

Формирователь 
частот

Усилитель 
ПЧ

АЦП, 
ЦАП

Программируемый радиотракт

Формирователь 
частот Усилитель ПЧ АЦП, 

ЦАП

SiВычислитель

Изделие

Антенная система Блок питанияПриемопередатчик



Описание продукта
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Приемопередатчик

Передатчик
(УЧ, ПУМ, УМ)

Приемник
(ЗУ, МШУ, СМ)

Задающая часть
(ГУН)

7см 8мм

GaAs  
pHEMT 
0,5мкм

5мм

GaAs 
Power 

pHEMT 
0,5мкм

2cм

GaAs 
pHEMT 
0,25мкм

GaAs 
Power 

pHEMT 
0,25мкм

GaN 
DHFET 
0,5мкм

GaN 
DHFET 
0,25мкм

GaN 
pHEMT 
0,15мкм

GaN 
pHEMT 
0,1мкм

GaAs 
Power 

pHEMT 
0,15мкм

GaAs 
Power 

pHEMT 
0,1мкм

Диапазоны 
рабочих 

длин волн
7см 8мм

GaAs  
pHEMT 
0,5мкм

5мм2cм

GaAs 
pHEMT 
0,25мкм

GaAs 
Low Noise 

pHEMT 
0,25мкм

GaAs 
Low Noise 

pHEMT 
0,15мкм

GaAs 
Low Noise 

pHEMT 
0,1мкм

GaAs 
Low Noise 

pHEMT 
0,5мкм

GaAs
HBT 
1мкм
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НИР и ОКР

АО «УПКБ «Деталь»
АО «Светлана-Рост»

Потребитель

Серийная 
фабрика

ГОСТ РВ 15.2××
ГОСТ РВ 15.1××

ГОСТ РВ 15.3××
ГОСТ Р 7××



Рекламная стратегия
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Каналы сбыта
Устоявшиеся договорные 

отношения;
Выставки, конференции

География продаж
РФ

Ценовая стратегия
Себестоимость продукта + 25%

Продуктовая стратегия
Уникальный продукт с 

оптимальными характеристиками 
для каждого конкретного изделия



План сбыта
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План производства
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Бизнес-процесс (Ландшафтная модель)
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В
Х

О
Д

Поступление 
СиМ 

Поступление 
КД, ТД 

В
Ы

Х
О

Д

Сдача 
заказчику 
готовой 

продукции

Брак

Вспомогательные (обеспечивающие) процессы
Разработка и выпуск КД, ТД Снабжение СиМ Кадровая служба 

Административные процессы
Управление стратегией Управление финансами Планирование и организация ПП ОТК Испытания



Технологический процесс
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План по персоналу. Орг.структура

84



План по персоналу
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График реализации проекта

86



Финансовый план. Налоги
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. Затраты по кредиту
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Финансовый план. БДДС
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График окупаемости
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Показатели эффективности проекта
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~ 5,5 лет



Риск Тяжесть 
влияния

[0…1], от.ед.

Вероятность
[0…1], от.ед.

Итоговая 
оценка

Мероприятия по предотвращению риска Проблемы при нереализации 
решения

Снижение объемов импорта 
европейских СиМ.

-9 0,8 -7,2 При разработке и отработке ТП закладывать 
отечественные материалы.

Снижение объемов производства

Ограничение доступных площадей 
для запуска производства.

-9 0,9 -8,1 Запуск производства не всей планируемой номенклатуры 
с последующим расширением.

Снижение объемов производства

Нехватка мощностей производства у 
поставщиков СиМ.

-8 0,9 -7,2 Формирование страховых запасов СиМ. Снижение объемов производства

Длительный срок поставок 
импортного СиМ.

-8 0,9 -7,2 При разработке и отработке ТП закладывать 
отечественные материалы

Увеличение себестоимости 
продукции.
Снижение объемов производства

Увеличение отечественных СиМ с 
нестабильными характеристиками, по 
сравнению с импортными аналогами.

-9 0,7 -6,3 Ввести обязательный статистический контроль 
параметров при входном контроле.

Увеличение себестоимости 
продукции.

Рост цен на зарубежное оборудование -6 1 -6 В РФ ведутся ОКРы по изготовлению оборудования для 
изготовления микроэлектронной продукции.

Увеличение себестоимости 
продукции.

Снижение количества 
квалифицированного персонала на 
рынке труда в сфере 
микроэлектроники (ИТР, рабочие)

-7 0,7 -4,9 Запуск проекта «Создание УНЦ "Микроэлектроника" АО 
"УПКБ "Деталь" на базе УрФУ для обеспечения 
квалифицированными специалистами собственного 
производства СВЧ микроэлектронных устройств».

Снижение объемов производства.
Снижение объема номенклатуры 
изготавливаемой продукции.

Отсутствие отечественных СиМ для 
микроэлектронного производства.

-8 0,9 –7,2 В РФ ведутся ОКРы по изготовлению аналогов 
зарубежных СиМ, однако аналоги уступают по своим 
характеристикам зарубежным, что на сегодняшний день 
не позволяет полностью исключить из технологии 
импортные СиМ.

Увеличение себестоимости 
продукции.

Риски проекта
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Анализ чувствительности

107

~ 5,5 лет



Выводы

Цели проекта Достижение

Выйти на окупаемость  проекта к 2035 году V
Запустить производство и вывод на рынок новые СВЧ микроэлектронных устройств 

собственной разработки к 2030 году V

Включить в технологический цикл СВЧ устройств МИС на материалах А3В5 к 2028 году V

Запустить производство и вывод на рынок новые СВЧ микроэлектронных устройств 
собственной разработки к 2030 году V

108

Работа представляет комплексное решение:
1. Федерального уровня – в части выполнения ГОЗ в утвержденные сроки и с заданным 

уровнем качества.
2. Регионального уровня – в части развития промышленного, технологического и 

научного потенциала в высокоинтеллектуальной области – микроэлектроника. 
3. Корпоративного уровня – в части единства технологии сквозного проектирования 

изделий.
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